Bond Testi Nedir ve Nasil Yapilir?

Bir yapistiricinin gerilim altindayken bir ylzey veya malzeme ile temas halinde kalma
yetenegini veya yapistiricinin gerildikge iki malzemeyi bir arada tutma yetenegini belirlemek
icin bir bond (bag) testi kullanilir. Yapistirmanin kendisi, uygulandiktan sonra test edilir
veya malzemeden gikarmak amaciyla yapistiriciya dogrudan bir kuvvet uygulayarak ya da
yapistirici ile birbirine baglanacak malzemeleri ayirmaya ¢alisarak sertlesmesine izin verilir.
Kuvvet daha sonra ya surekli olarak arttirilir ya da sabit kalir ve basarisiz olana kadar baga
uygulanir.

Bond Testinin Amaci Nedir?

Bond testleri, bir yapistiricinin baglanma gucunu belirler. Bir malzemenin baglanma
(bonding) mukavemeti, genel "yapiskanligi" olarak dusunulebilir ve bagin yasadigi gerilim
turane ve testin yurutuldugu sicakliga bagl olacaktir. Bu gu¢ ayni zamanda baga uygulanan
kuvvetin yéniine de bagh olacaktir. Ornegin, bir bond, kaymada (shear) kirilmak igin
dogrudan gerilime gore daha fazla kuvvet gerektirebilir.

Bond Test Tiirleri Nelerdir?

Pek ¢ok farkli tipte bond testi vardir, ancak en yaygin olarak gergeklestirilenler tensile, shear
ve peel testleridir. Daha az siklikta gergeklestirilen bond testleri ise torsional, impact ve pull-
off testleridir. Her bir bond testi, belirli bir ydonde veya belirli bir stres turu altinda
yapistiricilarin baglanma mukavemetini belirlemek i¢in kullanilir. Neredeyse tum bond
testleri iki formdan birini alacaktir. Yapistirici, bir kaplama tlra olarak bir malzemenin
yuzeyine uygulanacaktir ve yapistiricilarin baglanma mukavemeti, gerilim altindayken
malzeme ile temas halinde kalma kabiliyeti olarak belirlenir veya yapistirici, iki sert alt
tabaka arasina uygulanir. Baglanma mukavemeti, gerilim altindayken iki alt tabakay! bir
arada tutma yetenegi olarak belirlenir.

Bond Testlerinde Kullanilan Malzeme Tiirleri Nelerdir?

Genellikle bir yapistirici Uzerinde bond testi yapilir, ancak bu yapistirici cok cesitli
malzemelerden olusabilir. Bond testine tabi tutulan daha populer yapistirici turleri;
polimerler, kompozitler, harc¢lar ve yapistiricilardan olugur. Bu yapistiricilar her tur
malzemeye uygulanabilir, ancak genellikle metallere, plastiklere, seramiklere, ahsaplara ve
dis malzemelerine (6rnegin dentin ve mine) yapistirildiklarinda test edilirler. Yapistirici
genellikle iki sert substrat arasina baglandiginda test edilir, ayni zamanda bir kaplama
olarak veya esnek bir kaplama ile sert bir substrat arasinda birlestirme malzemesi olarak
uygulandiginda da test edilebilir.



Yaygin Kullanilan Bon Testi Standartlari Nelerdir?

ASTM A944 Bond Strength Steel Reinforcement Rebar Test Machine

ASTM C297 Tensile Testing for Sandwich Panels

ASTM C633 Thermal Spray Coatings Adhesion Test Equipment and Solutions
ASTM D1002 Lap Shear Testing for Adhesively Bonded Metals

ASTM D3163 Lap Shear Rigid Plastic Test Equipment

ASTM D3330 - Peel Adhesion Pressure Sensitive Adhesive Tapes

ASTM D3762 Adhesive-Bonded Surface Durability of Aluminum (Wedge Test)
ASTM D429 - Rubber to Metal Adhesion Test Equipment

ASTM D4501 Block Shear Strength Testing Equipment for Adhesive Bonds Between Rigid
Substrates

ASTM D4884 Strength of Sewn or Thermally Bonded Seams of Geotextiles
ASTM D5041 Fracture Strength in Cleavage of Adhesives in Bonded Joints
ASTM D5868 Lap Shear Adhesion Plastic Bonding

ASTM D897 Tensile Strength Test Equipment for Metal to Metal Adhesive Bonds
ASTM D903 180 degree Peel Strip Strength of Adhesive Bonds

ASTM D905 Wood Adhesive Bonds in Shear by Compression Loading

ASTM D952 Bond Cohesive Strength of Sheet Plastics and Insulating Materials
ASTM E190 Guided Bend Test Equipment for Ductility of Welds

ISO 13445 Block-Shear Method for Shear Strength of Adhesive Bonds between Rigid
Substrates

ISO 4587 Tensile Lap-Shear Strength of Rigid-to-Rigid Bonded Assemblies

ISO 8510 Peel Test for an Adhesive Flexible-to-Rigid Bonded Test Specimen Assembly



Bond testi hakkinda kafaniza takilan soru isaretlerini gidermek ve detayli bilgi almak igin
hemen Malzeme Test ile iletisime gegin.



